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(57) Abstract: The present invention relates to a
method for securing an electronic component to a
substrate, using a solder paste which contains a
mixture of organic dicarboxylic acids, the
thickness of the solder deposits being 25 to 200
pm,

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende
Erfindung betrifft ein Vertahren zur Befestigung
eines elektronischen Bauteils auf einem Substrat,
unter Verwendung einer Lotpaste, die eine
Mischung aus organischen Dicarbonsduren
umfasst und bei welchem die Dicke des Lotdepots
25 bis 200 pum betrégt.



